
 

  

 

Ulotka techniczna 
Porównanie CPL i HPL 

 
 
 
 

Czym jest CPL i HPL 

Surowce / pojęcia 

Papier dekoracyjny 

Papier rdzeniowy 

Overlay 

Underlay 

Żywice 



 

  

 

Opis laminatu  

Struktura laminatu 

 

Proces produkcyjny 

Proces produkcyjny CPL 

Proces produkcyjny HPL 

  



 

  

 

Formatowanie / szlifowanie 

Ocena jakościowa / porównanie 

Klasyfikacja 

 

Pierwsza litera Druga litera Trzecia litera 

H H

V V

G G

D D

S S

P P

F F

 

 

 

 



 

  

 

 

Kategoria 
wydajności

Główne liczby klasyfikacji numerycznej 
Odpowiedniki 
Klasyfikacja alfabetyczna 

 
Przykłady 
typowych 
zastosowań  

Odporność na 
ścieranie 

Odporność 
na uderzenia 

Odporność na 
zarysowania 

 

Bardzo wysoka 

odporność na 

ścieranie 

powierzchni, 

uderzenia i 

zadrapania. 

4 4 4
HDS 

 

HDF 

 

HDP 

 

Wysoka 

odporność 

na ścieranie 

powierzchni,  

uderzenia i 

zadrapania

3 3 3
HGS 

 

HGF 

 

HGP 

 

Średnia 

odporność 

na ścieranie 

powierzchni,  

uderzenia i 

zadrapania

2 2 2
VGS

 

VGF 

 

VGP 

 

  



 

  

 

Porównanie ważnych cech charakterystycznych 

Charakterystyka 
Metoda 
badania  

Jednostka Wartość wg.EN 438-3  CPL HPL 

Laminaty kompaktowe = laminaty o grubości ≥ 2 mm  

Zalety i wady CPL i HPL 

Proces produkcyjny CPL 

Proces produkcyjny HPL 

  

  



 

  

 

Podobieństwa i różnice w procesach produkcyjnych CPL i HPL  

Kryteria EGGER CPL HPL Komentarz 


